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Nationales Vorwort

Das internationale Dokument IEC 91/1452/CD:2017 ,Printed boards and printed board assemblies — Design
and use — Part 6-4: Generic requirements for dimensional drawings of SMDs from viewpoint of land-pattern
design® (CD, en: Committee Draft) ist unverandert in diesen Norm-Entwurf Gbernommen worden. Dieser
Norm-Entwurf enthalt eine noch nicht autorisierte deutsche Ubersetzung.

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend
der diesbezuglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigefligt. Die Nutzungsbedingungen fir den deutschen
Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermalien auch fur den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom TC 91 ,Electronics assembly technology“ der Internationalen
Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und den nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Die IEC und das Europaische Komitee fur Elektrotechnische Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass
ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf fir eine Internationale Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und
CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: Final Draft International Standard)
bzw. Schluss-Entwurf fir eine Europaische Norm gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung der
Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC als Europadische Norm angenommen und
ratifiziert werden, sind unverandert als Deutsche Normen zu tGbernehmen.

Da der Abstimmungszeitraum flr einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf prEN nur 2 Monate betragt, und dann
keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden kénnen, sondern nur noch eine ,JA/NEIN*-
Entscheidung mdglich ist, wobei eine ,NEIN“-Entscheidung fundiert begriindet werden muss, wird bereits der
CD als DIN-Norm-Entwurf veréffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Offentlichkeit friihzeitig be-
ricksichtigen zu kénnen.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K682 ,Aufbau- und Verbindungstechnik fir
elektronische Baugruppen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in
DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC uUbernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
kénnen. ISO [und/oder] IEC sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Das Original-Dokument enthalt Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung

wiedergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen
Farbdarstellung.
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Leiterplatten und Flachbaugruppen -
Konstruktion und Anwendung —
Teil 6-4: Allgemeine Anforderungen an SMD-MaRzeichnungen hinsichtlich der
Konstruktion des Anschlussflachenbilds

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 61188 legt die allgemeinen Anforderungen an SMD-Mafzeichnungen im Hinblick auf die
Konstruktion des Anschlussflachenbilds fest.

Der Zweck dieser Internationalen Norm ist es, Schwierigkeiten bei der Konstruktion von Anschlussflachen-
bildern aufgrund fehlender Informationen und/oder Fehlanwendung der Angaben aus SMD-Umrisszeichnun-
gen zu verhindern sowie die Nutzung der Normenreihe IEC 61188-6 zu verbessern.

Diese Internationale Norm gilt fur SMD von Halbleiterbauelementen und elektrischen Bauteilen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller
Anderungen).

IEC 60194, Printed board design, manufacture and assembly — Terms and definitions

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60194.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

o |EC Electropedia: unter http://www.electropedia.org

e |SO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

4 Anwendbare SMD

Anwendbare SMD sind wie folgt:

a) Bauart mit Kabelabschlusselektrode (Bauelemente mit rechteckigen oder quadratischen Elektroden und
zylindrische Bauelemente mit Elektrode am Kabelabschluss);
ANMERKUNG In IEC 61191-2, ist fir diese SMD die Lotkehlenhéhe ab ,Nahtlibergang“ festgelegt, aber nicht die
ab ,Hacke".

b) Bauart mit s-formiger Anschlusszuleitung (z. B. SOP, QFP), innen L-férmige Flachbandleitung und
L-Unterbau (z. B. Aluminium-Elektrolytkondensator in vertikaler Form, Verbinder);
ANMERKUNG In IEC 61191-2, ist fir diese SMD die Lotkehlenhdhe ab ,Hacke" erforderlich, aber nicht die Lot-
kehlenhéhe ab ,Nahtlibergang®.

c) Bauart mit Elektrode an Unterseite (z. B. BGA, QFN und LGA) und Bauart mit flacher Anschluss-
zuleitung.

ANMERKUNG Die Kenndaten dieser SMD unterscheiden sich von den Kenndaten von a) oder b).
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5 Anforderungen

5.1 Bilder und Symbole fiir MaRe

Die Bilder in diesem Normdokument zeigen Beispiele typischer SMD. Zweck dieses Dokuments ist jedoch
nicht, eine Regel fir Zeichnungen festzulegen (beispielsweise, wie eine Mallinie zu ziehen ist oder welche
MaRsymbole zu verwenden sind).

Die Symbole fir MalRe in diesem Dokument sollen jene Falle zeigen, die allgemeine Anforderungen fiir die
Konstruktion von Anschlussflachenbildern darstellen. Dieses Dokument dient nicht dazu, MaRsymbole einzu-
fUhren.

ANMERKUNG Die in diesem Dokument verwendeten MaRsymbole verweisen auf bestehende Internationale Normen
und Industrienormen. Es ist schwierig, MaRsymbole einzufiihren, da sich die Definitionen der MaRsymbole von Norm zu
Norm unterscheiden. Aus diesem Grund kénnen die MalRsymbole in diesem Dokument je nach Bild voneinander ab-
weichen. Die Malsymbole in dieser Norm haben bei der Koordination der Bezeichnungen von Anschlussflachenbildern
nach der IEC 61188-5-Reihe Vorrang. Folglich darf sich die Notation fiir einige SMD von den Industrienormen unter-
scheiden.

5.2 Aligemeine Anforderungen

5.21 Allgemeines

Die allgemeinen Anforderungen von SMD-Maf3zeichnungen im Hinblick auf die Konstruktion des Anschluss-
flachenbilds sind in 5.2.2 bis 5.2.10 dargestellt.

Um die grundlegende Beziehung zwischen ,SMD-Malizeichnungen“ und ,Konstruktion des Anschluss-
flachenbilds® zu erldutern, zeigt Bild 1 einen reprasentativen Fall (Bauart mit s-formiger Anschlusszuleitung;
4-poliger S-Anschluss). Das aufgefiihrte Referenzsymbol basiert auf Bild 1.

5.2.2 Anforderungen an die Konstruktion von Lotkehlen

Um eine Anschlussflache zu entwerfen, die Teil des Anschlussflachenbilds ist und eine Loétverbindung zu
jeder Elektrode des SMD hat, muss die MalRzeichnung des SMD die Mal3e des Létstlicks aufweisen (Lp und
W, in Bild 1) sowie die Male, die die Stelle des Létstiicks (Hg und P in Bild 1) bestimmen. Jedes Mal} sollte
mit Nennwert und seinen Grenzabweichungen angegeben sein.

Die Griinde hierfir sind wie folgt:
a) Grundsatzlich hat jede Elekirode des SMD ihre eigene Anschlussflache;
Breite der Anschlussflache (X) und Lange der Anschlussflache (Y) sind mit der folgenden Gleichung zu

erhalten.
X = VV»] +2* JS
Y= JT — +Lp + JH
Dabei ist
X Breite der Anschlussflache
Y Lange der Anschlussflache
w, Breite der Elektrode
Lp Lange des Lotstiicks
Jr Lange der Lotkehle ab Nahtiibergang
I Lange der Lotkehle ab Hacke
Js Lange der Lotkehle ab Seite
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b) Grundséatzlich wird die Stelle jeder Anschlussflache anhand der MalRe Hg und P in Bild 1a) gewahlt, die
die physikalische Beziehung der Lotelektroden des SMD anzeigen.

5.2.3 Anforderungen an die Bauteilflachenkonstruktion

Die Male Hg, E und D in den SMD-Malizeichnungen sind von den Nennmafen und von den Malken des
Hochst-Material-Zustands (MMC; en: maximum material condition) zu geben.

ANMERKUNG Die Bauteilflache, die fiir das SMD auf einer Leiterplatte der Monopolbereich ist, wird anhand der Form
des Aufbaus konstruiert (das SMD ist auf den Anschlussflachen angebracht), um mechanische Stérungen wahrend des
Aufbaus oder Aufstellung zu verhindern.

5.2.4 Hoéhenparameter

Die Hohe der Lotelektrode, 45 in Bild 1 a), und die H6he des SMD, 4 in Bild 1 a), sind mit den Nennmafen in
SMD-Mafzeichnung anzugeben. Darlber hinaus muss das Mal® 4 mit MMC angegeben werden.

ANMERKUNG 1 Generell wird die Hohe der Lotelektrode fiir die Konstruktion von Lotkehlen bendétigt, damit die
erforderlich Lotmenge geschatzt werden kann. Die Hohe des SMD wird fiir die Raumkonstruktion der Leiterplattenbau-
gruppe bendtigt sowie fir die Bestimmung der Parameter des Bestiickautomats, wie die fiegende Hohe der Vakuum-
adsorptions-Dise.
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a) SMD-MafRzeichnung
(Seitenansicht)

b) Konstruktion der Lotkehle
(Seitenansicht)

nach dem Léten
(Seitenansicht)

d) Konstruktion des
Anschlussflachenbilds

(Draufsicht)

e) Konstruktion des
Anschlussflachenbilds
und Bauteilflachen-
konstruktion mit SMD

(Draufsicht)

¢) Abbildung im Zustand
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ANMERKUNG 2 In Bild 1 e) stellt die von der gepunkteten Linie umgebene Flache die Bauteilflache dar.
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Legende
He SMD-Gesamtlange
E Gehauselange
D Gehéausebreite
w Breite der Elektrode
P Rastermaf}
A SMD-Hoéhe (von der Montageflache bis zur Gehauseoberseite)
Ag Hohe der Elektrode (Dicke)
Lp Lange des Lotstlicks
Jr Lange der Lotkehle ab Nahtiibergang
y Lange der Lotkehle ab Hacke
Js Lange der Lotkehle ab Seite
X Breite der Anschlussflache
Y Lange der Anschlussflache
G Abstand zwischen Anschlussflachen. Gemessen an den Innenkanten
C Zeilenabstand. Abstand zwischen Mittelpunkten der Anschlussflachen
A Abstand zwischen Anschlussflachen. Gemessen an den AufRenkanten
CY, Breite der Bauteilflache
Cr, Lange der Bauteilflache
Uy AufmaR fir Bauteilflache;
) Aufmal fir Bauteilflache;

Bild 1 — Beispiel fiir das MaBverhaltnis zwischen SMD-Zeichnungen, Konstruktion des
Anschlussflachenbilds und Zustand nach dem Léten (Bauart mit s-férmiger
Anschlusszuleitung; 4-poliger S-Anschluss)

5.2.5 Untenansicht

Bei einer zweidimensionalen Zeichnung sollte neben der Draufsicht, der Seitenansicht und der Vorderansicht
auf Grundlage der Trigonometrie auch eine Untenansicht (Befestigungsseite) geliefert werden. Falls die Form
des SMD nur an der Draufsicht und Seitenansicht erkannt werden kann, kénnen die Bilder mit der Vorder-
ansicht und Untenansicht weggelassen werden.

ANMERKUNG Bei den nachfolgenden Beispiele eines SMD dirfen die Bilder der Vorderansicht und Untenansicht
(Befestigungsseite) weggelassen werden.

Beispiel: Quadratischer Chipwiderstand, zylindrischer Chipwiderstand, SOP, QFP usw.

5.2.6 Detailansicht
Verfugt ein SMD Uber eine komplexe Elektrode oder einen komplexen Anschluss, die/der geldtet werden

muss, sollte eine zusatzliche Detailansicht bereitgestellt werden. Ist die Form des SMD asymmetrisch, ist in
einem Bild das Verhaltnis zwischen der Position des Kérpers und der Anschlisse darzustellen.

5.2.7 Unterscheidung zwischen Metall und Harz
In jeder zweidimensionalen Zeichnung oder in dreidimensionalen Daten muissen leitende Metallteile und

isolierte Teile aus Harz deutlich voneinander unterschieden werden, wenigstens von der Unten- und der
Seitenansicht des SMD.
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5.2.8 Ubereinstimmung verschiedener MaRe

Fir die Konstruktion von Anschlussflachenbildern muss fiir jedes Teil das Nennmal in einem Wert festgelegt
werden. Zu diesem Zweck sind die folgenden Voraussetzungen zu erfiillen:

a) In einer zweidimensionalen Zeichnung oder in dreidimensionalen Daten muss das Mal3 des SMD vom
Nennwert und dessen Grenzabweichungen gegeben sein. Im Fall einer zweidimensionalen Zeichnung
jedoch, wo der Nennwert als Mittelwert des Héchst- und des Tiefstwerts erachtet werden kann, kann der
Nennwert weggelassen werden.

b) In der zweidimensionalen Zeichnung eines SMD mit zwei oder mehr Lételektroden missen das Mald der
Lotelektroden, anderer Metallteile und jedes Loételektrodenabstands zusatzlich zum SMD-Umriss ange-
geben werden. Dieser Abstand kann jedoch als Referenzwert angegeben werden.

c) Die Summe der Malie eines jeden Teils muss mit dem Nennwert der Gesamtbreite oder der Gesamt-
lange des SMD konsistent sein.

Unter diesen Voraussetzungen ist, selbst bei einem asymmetrischen SMD, der Aufbau der rdumlichen Ver-
haltnisse aller Teile moglich. In Bild 2 ist ein Beispiel dargestellt, in dem die Summe der Male aller Teile mit
dem Nennwert der Gesamtlange Hg konsistent ist.

|

A ( \ y |
A Leo
He \ !
T O A ®1 o
v ] H_W_M Lpy § E
Draufsicht Seitenansicht  Untenansicht

Beispiel

Die Gesamtlange des SMD entspricht der Summe der Teillangen in der Draufsicht und in der Untenansicht.

He =Ly +E+Li+Lpg +S+ Lpg

Dabei ist

He SMD-Gesamtlange

E Gehauselange

Ly Lange vom Gehauseende zur Anschlussspitze
Ly Lange vom Gehauseende zur Anschlussspitze
L, Lange des Létstiicks

Lp, Lange des Lotstiicks

S Abstand zwischen Lotstlicken. Gemessen an den Innenkanten

Bild 2 — Beispiel einer Ubereinstimmung der MaRe in einem asymmetrischen SMD

5.2.9 Das Verhiltnis zwischen einem Anschlussflachenbild und einer Position zur Anbringung des
Bauelements

Wenn ein empfohlenes Anschlussflachenbild zusammen mit der Umrisszeichnung eines SMD gezeigt wird,
mussen die Informationen, die die geometrische Beziehung zwischen einem empfohlenen Anschlussflachen-
bild und der Position des angebrachten SMD zeigen, geliefert werden.

Bei einem asymmetrischen SMD wird die allgemeine Mittellinie fir die Umrisszeichnung des SMD und das
empfohlene Anschlussflachenbild so gezeichnet, dass die SMD-Position auf dem Anschlussflachenbild ein-
deutig erkannt werden kann (siehe Bild 3).
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() o % S
y ] A i
AT

Untenansicht  Empfohlenes Anschlussflachenbild

Legende
Lpg Lange des Lotstiicks
Ly Lange des Lotstlicks
N Abstand zwischen Létsticken. Gemessen an den Innenkanten
ky bis kj Lénge des Anschlussflachenbilds

Bild 3 — Beispiel einer empfohlenen Ausrichtung der Position des Anschlussflachenbilds
eines asymmetrischen SMD

5.2.10 Koplanaritat

Falls das SMD Uuber drei oder mehr Lotelektroden verfiigt oder der SMD-Koérper auf der Montageflache auf-
liegt, ungeachtet der Anzahl der Lotelektroden, muss ein annehmbarer Wert fir die Abweichung der fliegen-
den Hohe (Koplanaritat) von der Montageflache zur einer Lételektrode gewahrleistet sein.

ANMERKUNG Je nach Grad der Koplanaritat darf die Konstruktion des Anschlussflachenbilds entsprechend der
Bedingungen des Lotverfahrens geéndert werden, wie die Menge der Lotpaste. Das Beispiel einer Auswirkung der Ko-
planaritat ist in Bild 4 dargestellt. Ist die Koplanaritat grof3, ist es schwierig die Lotkehle nach dem Léten durch Sicht-
prifung zu kontrollieren.

Anschlussdraht Anschlussflachenbild
Einfache Prafung Schwierige Prifung
der Lotkehle Lot der Lotkehle
L [ |
4 a) Die Lotkehle am Gehause mit geringer 4 b) Die Lotkehle am Gehduse mit groBer
Koplanaritat Koplanaritat

Bild 4 — Abbildung der Auswirkung, wenn die Koplanaritat (nach dem Loéten) gering bzw. groB ist

5.3 Anforderungen an spezifische SMD

5.3.1 Allgemeines

Der Teil, der bei spezifischen SMD zu tberwachen ist, ist in 5.3.2 bis 5.3.4 beschrieben.
5.3.2 Bauart mit Kabelabschlusselektrode

5.3.21 Bauelemente mit rechteckigen oder quadratischen Elektroden

Bild 5 zeigt das Verhaltnis zwischen Konstruktion des Anschlussflachenbilds und den fur das Anschluss-
flachenbild erforderlichen Maf3en der Teile sowie die Abbildung der Konstruktion des Anschlussflachenbilds
fur Bauelemente mit rechteckigen und quadratischen Elektroden.
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:c) Abbildung im Zustand Lotkehle :
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' (Seitenansicht) e o e '
| - - - 1
I | —_— P I R g — I
| |
- __ |
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' I
I d) Konstruktion des Y | G Y I
: Anschlussflachenbilds D T T " :
: (Draufsicht) I
| |
| I
[ |
! I
' |
! I
I I
! I
' |
! I
o [
_____________________________________________________ |
l |
: e) Konstruktion des I
I Anschlussflachenbilds I
| und Bauteilflachen- :
: konstruktion mit SMD |
I (Draufsicht) :
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
e e e o o |

ANMERKUNG In Bild 5 e) stellt die von der gepunkteten Linie umgebene Flache die Bauteilflache dar.
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Legende
He SMD-Gesamtlinge
w, Breite der Elektrode
A SMD-Héhe (von der Montageflache bis zur Gehauseoberseite)
Lp Lénge des Lotstlicks (auf Seite der Montageflache)
N Abstand zwischen Létstiicken. Gemessen an den Innenkanten
Jr Lange der Lotkehle ab Nahtubergang
I Lange der Lotkehle ab Hacke
Js Lange der Lotkehle ab Seite
X Breite der Anschlussflache
Y Lange der Anschlussflache
G Abstand zwischen Anschlussflachen. Gemessen an den Innenkanten
C Zeilenabstand. Abstand zwischen Mittelpunkten der Anschlussflachen
VA Abstand zwischen Anschlussflachen. Gemessen an den Auenkanten
cy, Breite der Bauteilflache
CY, Lange der Bauteilflache
Uy AufmalR fiir Bauteilflache;
Uy Aufmal fir Bauteilflache;

Bild 5 — Beispiel fiir das MaBverhaltnis zwischen den Zeichnungen der Bauelemente mit
rechteckiger Elektrode und dem Anschlussflachenbild

Die Maltangaben fiir die Bauelemente mit rechteckigen oder quadratischen Elektroden miissen die folgenden
Anforderungen erfillen. Ein Beispiel ist in Bild 6 dargestellt.

a) Wenn die Lange des Lotstlicks auf der Oberseite Lpy sich von der auf der Seite der Montageflache
unterscheidet, muss die Lange des Létstilicks auf Seite der Montageflache Ly angegeben werden.

b) Wenn sich die Lange des Lotstlicks auf Seite der Montageflache Lp von der einer anderen Seite
unterscheidet, muss die Lange beider Seiten angegeben werden.

ANMERKUNG SMD mit rechteckigen oder quadratischen Endabschliissen neigen dazu, beim Reflow-Loten den
.Grabsteineffekt‘ zu verursachen; zu dessen Vermeidung ist die Elektrodenlange zu berilicksichtigen.

7
Z /}

!
1
L

QUELLE: IEC 61188-5-2 mit Modifizierung.
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Legende
He SMD-Gesamtlange
w, Breite der Elektrode
A SMD-Hohe (von der Montageflache bis zur Gehauseoberseite)
Lpg Lange des Létstlcks (Oberseite)
Lp Lange des Lotstlicks (auf Seite der Montageflache)
S Abstand zwischen Lotstlicken. Gemessen an den Innenkanten

Bild 6 — Beispiel von MaBangaben bei einem Bauelement mit rechteckiger Elektrode

5.3.2.2 Zylindrische Bauelemente mit Elektrode am Kabelabschluss

Die MaRangaben fir zylindrische Bauelemente mit Elektrode am Kabelabschluss mussen die folgende Anfor-
derung erfiillen. Ein Beispiel ist in Bild 7 dargestellt.

a) Wenn sich die Elektrodenlédnge Lp einer Seite von der einer anderen Seite unterscheidet, muss die
Lange beider Seiten angegeben werden.

ANMERKUNG SMD mit zylindrischen Endabschliissen neigen dazu, beim Reflow-Léten den ,Grabsteineffekt® zu
verursachen, weshalb zu dessen Vermeidung die Elektrodenlange zu berticksichtigen ist.

="

{
=
f

QUELLE: IEC 61188-5-2 mit Modifizierung.

Legende
He SMD-Gesamtlange
ow SMD-Durchmesser (L&tstiick)
Lp Lange des Lotstlicks
N Abstand zwischen Létstiicken. Gemessen an den Innenkanten

Bild 7 — Beispiel von MaBangaben bei zylindrischen Bauelementen mit Elektrode am
Kabelabschluss

5.3.3 Bauart mit s-formiger Anschlusszuleitung, innen L-férmige Flachbandleitung und L-Unterbau

5.3.3.1 Bauart mit s-formiger Anschlusszuleitung (SOP, QFP und Kleinstform der Bauart mit
s-formiger Anschlusszuleitung zahlen dazu)

Bild 8 zeigt das Verhaltnis zwischen Konstruktion des Anschlussflachenbilds und den fir das Anschluss-
flachenbild erforderlichen MaRRen der Teile sowie die Abbildung der Konstruktion des Anschlussflachenbilds

fur die Bauart mit s-formiger Anschlusszuleitung.
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'—a) SMD-Mafizeichnung

(Seitenansicht) O: Detailansicht der \ O\ \

Anschlusszuleitung
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' |
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________________________________________ S N
b) Konstruktion der Lotkehle
(Seitenansicht) Jr -— -— Ju Js_ Js

¢) Abbildung im Zustand
nach dem Loéten
(Seitenansicht)

d) Konstruktion des -
Anschlussflachenbilds
(Draufsicht)

Konstruktion d -
et bisrchanbilds F T AR

|
|
: | |
| I | |
| und Bauteilflachen- :g %: :
| konstruktion mit SMD SESEEE | |
| (Draufsicht) &} l = == : :
| = =
]
: R I___EEEME_E__P |
: S ‘ < Z > 2 I
I N CY, . :
| [ > I
ANMERKUNG In Bild 8 e) stellt die von der gepunkteten Linie umgebene Flache die Bauteilflache dar.
Legende

w, Breite der Elektrode

P Rastermaf}

Lp Lange des Lotstiicks

Jr Lange der Lotkehle ab Nahtiubergang
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I Lange der Lotkehle ab Hacke

Jg Lange der Lotkehle ab Seite

X Breite der Anschlussflache

Y Lange der Anschlussflache

G Abstand zwischen Anschlussflachen. Gemessen an den Innenkanten
G, Abstand zwischen Anschlussflachen. Gemessen an den Innenkanten
G, Abstand zwischen Anschlussflachen. Gemessen an den Innenkanten
G, Zeilenabstand. Abstand zwischen Mittelpunkten der Anschlussflachen
Z Abstand zwischen Anschlussflachen. Gemessen an den AufRenkanten
Z, Abstand zwischen Anschlussflachen. Gemessen an den AufRenkanten
CY, Breite der Bauteilflache
Cy, Lange der Bauteilflache

Uy AufmaR fir Bauteilflache;

L) Aufmal fir Bauteilflache;

Bild 8 — Beispiel fiir das MaBverhiltnis zwischen den Zeichnungen der Bauart mit s-férmiger
Anschlusszuleitung und dem Anschlussflachenbild

5.3.3.11 Allgemeines

Die Einzelheiten zu der Zeichnung der Anschlusszuleitung sind zusatzlich zur gesamten SMD-Zeichnung zu
liefern. Ein Beispiel ist in Bild 9 dargestellt.
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10000001
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Draufsicht
- 1 Montageflache
0 N
Seitenansicht
f [

@
, A i
\ t L <
- - ~t
Lp
- O: Detailansicht der

Ly =/ Anschlusszuleitung

QUELLE: IEC 60191-6-1 mit Modifizierung.

Legende
He SMD-Gesamtlange
E Gehauselange
Hp SMD-Gesamtbreite
D Gehausebreite
w, Breite der Elektrode
P Rastermal
A SMD-Héhe (von der Montageflache bis zur Gehauseoberseite)
4, Abstandshohe (Abstand zwischen Montageflache und Gehauseboden)
4, Gehausehohe
N Standardhéhe zum Léten der Anschlusszuleitung
Ag Hohe der Elektrode (Dicke)
N Koplanaritat zur Montageflache
Ly Léange vom Gehausekante zur Anschlussspitze
Lp Lange des Lotstiicks
L Lange des Flachstlicks der Anschlusszuleitung (auf Seite der Montageflache)
% Voreilwinkel

Bild 9 — Beispiel von MaBangaben bei s-formigen Anschlusszuleitungen (QFP)

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 61188-6-4:2017-12


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-61188-6-4-2017-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-61188-6-4-2017-12

E DIN EN 61188-6-4:2017-12 — Entwurf —
5.3.3.1.2 Detailansicht der Anschlusszuleitung

5.3.3.1.2.1 Allgemeines

Nachfolgend sind Beispiele einer Anschlusszuleitung in Detailansicht sowie die Anforderungen fir die Falle 1
bis 5 abgebildet.

5.3.3.1.2.2 Fall1
Die Lange des Létstilicks Lp entspricht der Lange von der Spitze der Anschlusszuleitung zum Punkt, wo die

Hohe von der Montageflache zur Unterseite der Anschlusszuleitung 0,25 mm betrdgt (Standardhdhe zum
Loten der Anschlusszuleitung 43).

Der Endpunkt von Lp ist mit 43 anzugeben und der Nennwert und die Grenzabweichung des Voreilwinkels 6
sollten angegeben werden.

Das Beispiel einer Detailansicht der Anschlusszuleitung ist in Bild 10 dargestellt.

Legende
Agy Standardhohe zum Léten der Anschlusszuleitung (0,25 mm)
Ly Lange des Létstlicks
Ag Dicke der Anschlusszuleitung
% Voreilwinkel

Bild 10 — Detailansicht der Anschlusszuleitung (Fall 1)
5.3.3.1.2.3 Fall 2

Die Lange des Létstiicks Lp entspricht der Lange von der Spitze der Anschlusszuleitung zum Punkt, wo die
Hohe von der Montageflache zur Unterseite der Anschlusszuleitung 0,1 mm betragt.

Der Endpunkt von L ist anzugeben und der Nennwert und die Grenzabweichung des Voreilwinkels ¢ sollten
angegeben werden.

Das Beispiel einer Detailansicht der Anschlusszuleitung ist in Bild 11 dargestellt.
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Legende

Lp Lénge des Lotstlicks (Die Lange von der Anschlusszuleitung zum Punkt, wo die Hohe von der

Montageflache zur Unterseite der Anschlusszuleitung 0,1 mm betragt.)
Ag Hohe der Elektrode (Dicke)
0 Voreilwinkel

Bild 11 — Detailansicht der Anschlusszuleitung (Fall 2)

5.3.3.1.24 Fall3

L entspricht der Lange des Flachstlicks der Anschlusszuleitung (Unterseite der Anschlusszuleitung ist flach
und auf gleicher Héhe mit Montageflache).

Der Endpunkt L ist anzugeben und der Biegeradius R sollte angegeben werden.
Das Beispiel einer Detailansicht der Anschlusszuleitung ist in Bild 12 dargestellt.
Der Biegeradius R darf entweder innerer, mittlerer oder auf3erer Biegeradius sein.

Ist der Biegeradius nicht festgelegt, sollte der folgende Wert als innerer Biegeradius verwendet werden (siehe

IPC-A-610F).
R =45 (45 < 0,8 mm)
R=1,5" 45 (0,8 mm < 45 < 1,2 mm)
R=2* Ay (1,2 mm < 4g)
R
<|
p
< >
Legende
L Lange des Flachstlicks der Anschlusszuleitung (auf Seite der Montageflache)
Ag Dicke der Anschlusszuleitung
R Biegeradius der Anschlusszuleitung (innen)

Bild 12 — Detailansicht der Anschlusszuleitung (Fall 3)
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5.3.3.1.2.5 Fall4

Die Lange des Lotstlicks Lp entspricht der Lange von der Spitze der Anschlusszuleitung zum Punkt der
Anschlussleitung, an dem die Héhe von Montageflache zur Unterseite der Anschlusszuleitung identisch mit
der Dicke der Anschlussleitung ist.

Der Endpunkt von L ist anzugeben und der Nennwert und die Grenzabweichung des Voreilwinkels 6 sollten
angegeben werden.

Das Beispiel einer Detailansicht der Anschlusszuleitung ist in Bild 13 dargestellt.

|
|

= f 5
Lp
Legende
Lp Lange des Lotstlicks
Ag Dicke der Anschlusszuleitung
0 Voreilwinkel

Bild 13 — Detailansicht der Anschlusszuleitung (Fall 4)

5.3.3.1.2.6 Fall5

Die Lange des Lotstiicks Lp entspricht der Léange von der Spitze der Anschlusszuleitung zu ihrem Knick-
punkt.

Der Endpunkt von L ist anzugeben und der Nennwert und die Grenzabweichung des Voreilwinkels 6 sollten
angegeben werden.

Das Beispiel einer Detailansicht der Anschlusszuleitung ist in Bild 14 dargestellt.

" Hohe des Knickpunkts der
Anschlusszuleitung

t

Legende
i Knickpunkt der Anschlusszuleitung
Ly Lange des Létstiicks
Ag Hohe der Elektrode (Dicke)
0 Voreilwinkel
Bild 14 — Detailansicht der Anschlusszuleitung (Fall 5)
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5.3.3.2 Bauart einer innen L-féormigen Flachbandanschlusszuleitung

Bild 15 zeigt das Verhaltnis zwischen Konstruktion des Anschlussflachenbilds und den fir das Anschluss-
flachenbild erforderlichen MaRen der Teile sowie die Abbildung der Konstruktion des Anschlussflachenbilds
fur die Bauart einer innen L-férmigen Flachbandanschlusszuleitung.

a) SMD-Mafizeichnungen He D
(Seitenansicht) < > - »

: b) Konstruktion der Lotkehle |
| (Seitenansicht) Ju Jr Jr JH Js Js I
| <> | — — 1 i > < |
| |
| |
! vy | e | v A :
| - b b " D - |
| |
e e e 4 - L |
r-r—-———"—""""""""""-"=-"="-""-"-"-""-""""-""-""-""-""7"T'""="-"—-—"-"-"-"7’r -"-"-"""1""""—""—"""""/""—V=—=—= - =T il
I c) Abbildung im Zustand ] |_ | | l
: nach dem Loten Lotkehle :
| (Seitenansicht) |
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| . [
| s |
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ANMERKUNG In Bild 15 e) stellt die von der gepunkteten Linie umgebene Flache die Bauteilflache dar.
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Legende
He SMD-Gesamtlange
D Gehausebreite
w, Breite der Elektrode
Lp Lange des Lotstlicks
S Abstand zwischen Létstiicken. Gemessen an den Innenkanten
Jr Lange der Lotkehle ab Nahtiibergang
Iy Lange der Lotkehle ab Hacke
Js Lange der Lotkehle ab Seite
X Breite der Anschlussflache
Y Lange der Anschlussflache
C Zeilenabstand. Abstand zwischen Mittelpunkten der Anschlussflachen
G Abstand zwischen Anschlussflachen. Gemessen an den Innenkanten
VA Abstand zwischen Anschlussflachen. Gemessen an den AufRenkanten
Y, Breite der Bauteilflache
CY, Lange der Bauteilflache
Uy Aufmal fir Bauteilflache;
) AufmaR fir Bauteilflache;

Bild 15 — Beispiel fiir das MaBverhaltnis zwischen den Zeichnungen der Bauart einer innen
L-formigen Flachbandanschlusszuleitung und dem Anschlussflachenbild

Die MaRangaben fiir die Bauart einer innen L-férmigen Flachbandanschlusszuleitung missen die folgenden
Anforderungen erfillen. Ein Beispiel ist in Bild 16 dargestellt.

a) Wenn sich die Lange des Létstlicks Lp einer Seite von der einer anderen Seite unterscheidet, muss die
Lange beider Seiten angegeben werden.

b) Es sind alle Langen, Breiten und H6hen des Gehauses (Harz) und der Elektroden anzugeben.
ANMERKUNG Fir diese SMD-Bauart gilt, da die Breite und die Hohe des Gehauses (Harz) groRer als die der

Lételektrode sind, dass nach dem Wellenweichléten wahrscheinlich Defekte (unzureichende Lotkehle) auftreten. Um dies
zu verhindern, missen im Anschlussflachenbild die Abmessungen der Gehauseteile (Harz) berlicksichtigt werden.

(7 < D 1

Y < * 7
‘_ = y v R p—
)

L—(S)—»‘ —] | WV |-

Hg ——— |—]) —|
QUELLE: IEC 61188-5-2 mit Modifizierung.
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Legende
He SMD-Gesamtlange
D Gehausebreite
w Breite der Elektrode
A SMD-Hé6he (von der Montageflache bis zur Gehauseoberseite)
A, Abstandshdhe (Abstand zwischen Montageflache und Gehauseboden)
4 Elektrodenhdhe
Lp Lange des Létstiicks
N Abstand zwischen Létstlicken

Bild 16 — Beispiel von MaRangaben bei innen L-formigen Flachbandanschlusszuleitungen

5.3.3.3 Bauart mit L-Unterbau

Die Maltangaben fiir die Bauart mit L-Unterbau (Kondensator) missen die folgende Anforderung erflllen. Ein
Beispiel ist in Bild 17 dargestellit.
a) Alle Male sind mit Grenzabweichungen anzugeben.

ANMERKUNG Typische Bauarten mit L-Unterbau sind SMD-Deckenfluterbauarten von Aluminium-Elektrolytkonden-
satoren, elektrischen Doppelschichtkondensatoren, usw.

~
Montageflache
\/ y_‘—
Seitenansicht M
- £ ol
A I §D §
A v
Ql-
A ‘r-$-
\ ;
Le | ()
[ ————>
- He -

Untenansicht

QUELLE IEC 61188-5-2 mit Modifizierung.
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E DIN EN 61188-6-4:2017-12 — Entwurf —

Legende

He SMD-Gesamtlange

E Gehauselange

D Gehéausebreite

w Breite der Elektrode

W, Rillenbreite

A SMD-Hohe (von der Montageflache bis zur Gehauseoberseite)
4, Abstandshohe (Abstand zwischen Montageflache und Gehauseboden)
Ag Hohe der Elektrode (Dicke)

Lp Lange des Lotstlicks

S Abstand zwischen Létstiicken. Gemessen an den Innenkanten
‘3} Grenzabweichung der Position am Anschlusszuleitungsende

Bild 17 — Beispiel von MaBangaben bei Bauarten mit L-Unterbau

ANMERKUNG  Rillenbreite auf Grundplatte (##,) bezieht sich auf die Konstruktion des Anschlussfléachenbilds, ins-
besondere fir die Breite der Anschlussflache. Im Allgemeinen kann es bei dieser Bauart eine grol3e Abweichung am
horizontalen Voreilwinkel geben, der von der Mittellinie der Rille und der Linie vom Ausgang zur Spitze der Anschluss-
zuleitung gebildet wird (i), und zwar eine grof3e Abweichung an der Position an der Anschlusszuleitungsspitze. Die
Anschlusszuleitung wird durch Press- und Biegeverfahren geformt und die Genauigkeit dieser Verfahren fuhrt zu den
vorgenannten Schwierigkeiten.

Selbst wenn das Anschlussflachenbild auf Grundlage der Breite der Anschlusszuleitung mit Grenzab-
weichung konstruiert wird, besteht weiterhin die Mdglichkeit, dass die Spitze der Anschlusszuleitung aufgrund
der Abweichung ihrer Position von der Anschlussflache abgeht. Aus diesem Grund wird ein breiteres Mal fur
die Anschlussflache bertcksichtigt.

Der Winkel () kénnte fir die Konstruktion des Anschlussflachenbilds verwendet werden, jedoch wird in
diesem Dokument die Rillenbreite auf der Grundplatte (#,) verwendet, da die Anschlusszuleitung in der Rille
liegt und nahezu die maximale Positionsabweichung an der Spitze der Anschlusszuleitung, einschlielich
Breite der Anschlusszuleitung, abdeckt. Siehe Bild 18.
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